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3D集積技術

【研究開発目標】
エッジAI時代を支える小型・3D集積半導体の新技術
と、環境に配慮した製造、および熱分散・評価技術
を開発し、産学官連携による日本発の次世代半導体
基盤の構築と高度半導体人材の育成を目指す。

【研究開発概要】
エッジAI向け半導体には、小型・高集積化と低消費
電力化の両立が求められている。しかし、大型イン
ターポーザーに依存した構成は、量産性や小型化、
微細接続の面で制約がある。一方、ウエハ上でチッ
プレットを微細集積できるリコンストラクテッド
D2Wハイブリッド接合は、エッジAIに適した革新的
実装方式である。本研究では、この新規3D接合技術
を中核に、環境循環型製造プロセス、高精度テスト
技術、革新的熱拡散技術を統合的に開発する。これ
により、次世代エッジAI半導体の実用化を加速し、
先進3D半導体研究拠点形成による国内半導体産業の
競争力強化と高度人材育成を実現する。

環境循環型3D集積技術による、
低消費電力・高信頼エッジAI半導体の社会実装に挑む
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